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Jisso 技術ロードマップ

-多様化する機器セット Jisso の
将来動向を探る-

2006年3月10日

ＪＥＩＴＡ電子システム実装技術委員会
実装技術ロードマップ専門委員会 委員長

STRJ WG-7 委員

(株) 東芝 高橋 邦明
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JEITAの組織

半導体部会

技術動向（実装技術動向等）

課題別委員会（共通技術）

電子部品

システム

分野別委員会

標準・技術部
(システム・半導体・電子部品・実装）
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実装技術ロードマップ専門委員会実装技術ロードマップ専門委員会

WG1 : 電子機器セット

WG5 : プリント配線板

Chairman: 高橋 (東芝) 副:  春日（NECエレクトロニクス），宇都宮（ICT）

Chairman: 間仁田(カシオ)

Leader： 宇都宮(ICT) 副:富田（京セラSLC）

JPCA 

Chairman： 春田(ルネサス) 副:春口（シャープ）

WG6 : 実装設備
Leader:上野(パナソニックファクトリーソリューション)

20社 60名(WG含む)

11社 11名

15社 15名

6社 7名

WG3 : 半導体PKG 9社 10名

JEITA電子情報技術総合委員会電子情報技術総合委員会

電子システム実装技術委員会 26社28名 Chairman: 三沢(松下電器産業)

STRJ – WG7 

日本ロボット工業会

WG4 : 電子部品
Leader： 松井(TDK) 副:篠田（東光） 副:渡邊(新電元工業)

10社 10名 電子部品部会

トピックス : 電池(本多)
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半導体ロードマップ と Jisso ロードマップ
半導体、電子部品、半導体ﾊﾟｯｹｰｼﾞ、プリント配線板、設計等の個々の
技術を有機的に結び付け最適化するシステム設計統合技術：Jisso

1次 レベル
～ 10μmｵｰﾀﾞｰ

半導体ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

Jissoﾚﾍﾞﾙ

ウェハﾚﾍﾞﾙ再配線

QFP PGABGA

実装基板

プリント配線基板搭載
100μm～ 1000μm

2次 レベル
～ 100μmｵｰﾀﾞｰ

3次 レベル

4次 レベル

筐体接続

半導体チップ

パッケージ実 装(Jisso)

ｼｽ
ﾃﾑ
設
計

プリント配線板
機器セット

半導体チップ

半導体からのロードマップ＝ITRS , STRJ

機器セット からのロードマップ＝Jisso技術ロードマップ
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IRC
設計

TEST
拡散

配線

リソ

デバイス

製造工程

ES&H

MET
&DR

SEAJ
JPCA
JIEP
EDAﾍﾞﾝﾀﾞｰ

M&SITRS/
STRJ

JEITA
SIRIJ
Selete
STARC
ASET
JSPMI

半導体技術ロードマップ専門委員会半導体技術ロードマップ専門委員会 実装技術ロードマップ専門委員会実装技術ロードマップ専門委員会

実 装
(Jisso)

JJTR

PKG
機器
セット

回路設計
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

PWB
材料
技術

実装設備

環境

検査設備
接続
技術

電子部品

半導体技術ロードマップと Jisso Jisso ロードマップ
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JEITAJEITA Jisso Jisso 技術ロードマップ活動の目的技術ロードマップ活動の目的

JissoJissoロードマップロードマップ :: 研究開発の無駄を無くすために研究開発の無駄を無くすために
機器セット動向を調査し機器セット動向を調査しJissoJisso仕様を抽出する仕様を抽出する。。

機器セット毎に必要になる実装要求が機器セット毎に必要になる実装要求が明確に明確になるなる。。

他社技術動向の平均値がわかる他社技術動向の平均値がわかる((ベンチマークベンチマーク))。。

用語の定義、スペックの定義が共通認識される。用語の定義、スペックの定義が共通認識される。

課題

①全方位のR&Dは出来なくなり、効率的なR&Dが要求されている

②多様化する機器セットの要求が不明確

ユーザニーズのマーケティングが必要ユーザニーズのマーケティングが必要
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Jisso Jisso 技術ロードマップとは技術ロードマップとは‥‥

作成内容

・日本トップレベルの技術者が２年間３０回程度議論

・各機器セット会社へアンケートを取り、その回答がベース

・機器セットのワーキングより、各ワーキングへの要求を出し議論

・アメリカ(iNEMI)、ヨーロッパのロードマップとの整合性も検証

■ 世の中のトレンドを指し示している。

■ 最低限の連続した数値を置いている。
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JEITA  JEITA  日本実装技術ロードマップ日本実装技術ロードマップ

技術動向調査、インフラ開発のための指針(材料、半導体PKG、PWB、
実装設備、環境対応技術)

1999年版(1999.8) 2001年版(2001.3)2003年版(2003.5) 20052005年版年版((20052005..66))

現在現在 20072007年版作成へ向けて活動中年版作成へ向けて活動中 ロードマップの見直しロードマップの見直し / / ローリングローリング

が重要が重要
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エレクトロニクス業界の今後の動向は？エレクトロニクス業界の今後の動向は？

デジタル家電デジタル家電
デジタルＴＶデジタルＴＶ
携帯端末携帯端末
ﾎｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸﾎｰﾑﾈｯﾄﾜｰｸ

９０年代前半９０年代前半 ９０年代後半９０年代後半 ００年代前半００年代前半 ００年代後半００年代後半

世界的に大型・薄型のデジタルＴＶ世界的に大型・薄型のデジタルＴＶ
が急速に普及しだしたが急速に普及しだした！！！！

今後はカーエレクトロニ今後はカーエレクトロニ
クスクスが急速に拡大が急速に拡大！！

携帯電話携帯電話
デジカメ付デジカメ付

デジタルカメラデジタルカメラ
携帯電話携帯電話ＰＣＰＣ

一つの製品に偏った成長から一つの製品に偏った成長から 多様化製品が成長する時代へ変化している多様化製品が成長する時代へ変化している
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2005年版

日本実装技術ロードマップ

ＷＧ１ＷＧ１
実装技術ロードマップ実装技術ロードマップ
機器セットからの要求機器セットからの要求

JJTRC ＷＧ－１

間仁田 祥
Casio Computer Co., LTD.
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サイズ

小大

実
装
密
度

高

低

ユビキダス機器

カーエレクトロニクス

デジタルTV-ＡＶ機器
携帯ＡＶ機器

ＳＴＢＦＰＤ機器

ノートＰＣ

高密度実装携帯情報機器

モバイルデジタルAV

ホームデジタルAV

携
帯
電
話

ＤＳＣ

ＤＶＣ

機器セットをサイズと実装密度に区分けし機器セットをサイズと実装密度に区分けし JissoJisso 要求を抽出要求を抽出

http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw011100&fnc=f&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010060207&BUY_PRODUCT=0010060207,139800
http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw011100&fnc=f&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010036231&BUY_PRODUCT=0010036231,53100
http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw011100&fnc=f&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010045258&BUY_PRODUCT=0010045258,238000
http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?fnc=f&SCREEN_ID=bw011100&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010020371
http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw011100&fnc=f&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010006320&BUY_PRODUCT=0010006320,47000
http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?fnc=f&SCREEN_ID=bw011100&ActionType=bw011100_01&PRODUCT_ID=0010055561
http://www.biccamera.com/bicbic/app/w?SCREEN_ID=bw013000&fnc=f&ActionType=bw013000_01&PRODUCT_ID=0010065504
http://k-tai.impress.co.jp/cda/parts/image_for_link/71725-19555-1-1.html
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1980 1990 2000 2010
B9

A8

B8

A7

B7

A6

B6

A5

B5

A4

Note PC

Desktop
PC

DesktopDesktop
PCPC

Note PCNote PC

Pocket
Calculator

Pocket
PC

Desktop
PDA

Handheld
PC

Palm Top
PC

Wearable
PC

Handheld
PC

Palm Top
PC

Wearable PC
(Wrist type)

2005

PC / PDA PC / PDA の変遷の変遷

TVTV--NoteNote
PCPC
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成長期から成熟期へ成長期から成熟期へ

他社機との差別化他社機との差別化

デザインモデルデザインモデル
特定用途（特定用途（シルバー向けシルバー向け））
単機能こだわりの商品単機能こだわりの商品
超小型化モデル超小型化モデル
超低価格超低価格 $30$30～～4040

お財布携帯お財布携帯
カメラの高精細化カメラの高精細化
センサー機能センサー機能
ＡＶ機器機能ＡＶ機器機能 ＴＶ＆ＲａｄｉｏＴＶ＆Ｒａｄｉｏ
（（ワンセグ、音楽プレーヤーワンセグ、音楽プレーヤー））

新方式新方式 通信速度・通信品質通信速度・通信品質
記録媒体の多様化記録媒体の多様化・高容量化・高容量化

新機能・高性能の提案新機能・高性能の提案

携帯電話携帯電話のの市場環境と製品イメ－ジ市場環境と製品イメ－ジ

デジタル家電はデジタル家電は 二極化が進む二極化が進む

高付加価値化高付加価値化 コモディティー化コモディティー化
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携帯電話の消費電力低減動向携帯電話の消費電力低減動向

連続通話時

待受時待受時

500mA

300mA

100mA

2000 2001 2002 2003 2004 2005

10mA

5mA

250H

55H

90分

160分

135分

400H

140分

色文字 ： FOMA
色文字 ： PDCPDC

400~500H

500H
500H

130分

140分

高密度実装とバッテリ－容量で改善
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回路の集約化と部品点数の削減が進む回路の集約化と部品点数の削減が進む
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Inside of PanasonicInside of Panasonic’’s P701iDs P701iD
Main LCD(Front)Phone front-view LCD support

LCD board(Front/Rear)
Phone rear-view

Sub-LCD(Front) Main camera

Main board(Front/Rear) Main board support(Front/Rear)
Sub-(Front/Rear) The source; SemiConsultSemiConsult

すっきりしたすっきりした Jisso Jisso レイアウトが実現レイアウトが実現

出来たのは出来たのは
Stacked CSP Stacked CSP の貢献が大の貢献が大
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携帯電話に多用されている携帯電話に多用されている Chip stacked CSPChip stacked CSP

The source; SemiConsultSemiConsult
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2005年版

日本実装技術ロードマップ

WG3(半導体パッケージ)WG3(半導体パッケージ)

ＪＥＩＴＡ電子システム実装技術委員会

実装技術ロードマップ専門委員会

ＷＧ３／春田 亮

（株）ルネサステクノロジ



Work in Progress - Do not publish STRJ WS: March 10, 2006, WG7  A&P 19

各種MCP/SiP

Horizontal Placement

Stacked
Structure

Interposer Type

Interposer-less Type

Wire Bonding Type Flip Chip Type

Wire Bonding Type
Wire Bonding +
Flip Chip Type Flip Chip Type

Terminal Through Via Type

Embedded Structure
Chip (WLP) Embedded + 
Chip on Surface Type

3D Chip Embedded
Type

WLP Embedded + Chip on Surface Type

Source: 20030710 K. Nishi, Hitachi, JEITA,  Revised by H. Utsunomiya
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ウエハ薄型化の動向
100

75

50

25

0
2004 2006 2008 2010 2012 2014

最
小
ウ
エ
ハ
処
理
後
厚
さ
（
μ

m
）

： 一般製品

：薄型製品

・SiP/MCP、カード対応で、薄型化が加速。
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MCP/SiPの今後の課題
KGD
・特性と信頼性が保証されたチップの供給

極薄チップの多層積層化技術

高放熱技術

・多数チップによる発熱を如何に放熱するか？

テスト・解析技術

・システムとしてのテストと不良チップの解析

インターポーザ（サブストレート）

・部品内蔵サブストレート

・微細接続に対応した安価なシリコン基板
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パッケージの採用比率パッケージの採用比率 (%) (%) QFP/SOPQFP/SOP

2004年 2008年 2014年
携帯電話 5 5 0

DVC 35 20 20
WW 25 0 0
携帯AV 60～100 0～50 0～66

DSC 35 20 10
FPD 67 75 50

D-TV 40～60 50～80 60～85
Note-PC 35～45 10 2

NAVI 80～100 30～60 30～60
Engine 

compartment 55～100 55～100 0～10

今後徐々に採用されなくなる今後徐々に採用されなくなる
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パッケージの採用比率パッケージの採用比率 (%) (%) FBGAFBGA
2004年 2008年 2014年

携帯電話 75 80 85
DVC 50 60 60
WW 50 66～100 100
携帯AV 0～40 50～75 33～100

DSC 40 50 55
FPD 33 25 50

D-TV 30～50 20～40 20～40
Note-PC 5 20～30 30～50

NAVI 0 0～30 10～30
Engine 

compartment 0 5～15 20～40

小型機器では主要な小型機器では主要なPKGPKGとなるとなる
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パッケージの採用比率パッケージの採用比率 (%) (%) BGABGA
2004年 2008年 2014年

携帯電話 0 0 0
DVC 0 0 0
WW 0 0 0
携帯AV 0 0 0

DSC 0 0 0
FPD 0 0 0

D-TV 7～20 10～50 30～40
Note-PC 40 40 40

NAVI 0～20 3～10 5～10
Engine 

compartment
10 10～30 20～40

高性能機器では主要な高性能機器では主要なPKGPKGとなるとなる
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パッケージのパッケージの最大ピン数最大ピン数 BGABGA
2004年 2008年 2014年

携帯電話 － － －

DVC － － －

WW － － －

携帯AV － － －

DSC － － －

FPD － － －

D-TV 200～300 250～400 400～600
Note-PC 600～625 800～1000 1500～2500

NAVI 520 520 400
Engine 

compartment N/A 256～450 256～600

高性能機器では多ピン高性能機器では多ピンPKGPKGが必要となるが必要となる
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パッケージのパッケージの最大ピン数最大ピン数 FBGAFBGA
2004年 2008年 2014年

携帯電話 200～600 300～600 600
DVC 400 600 800
WW 100 200 250
携帯AV 288 300 300

DSC 400 500 800
FPD 304 500 500

D-TV 240～485 256～800 400～1000
Note-PC 44～350 80～800 160～1000

NAVI － 250 400
Engine 

compartment － 256～450 256～600

カーエレの主流はカーエレの主流はFBGAFBGAか？か？BGABGAか？現時点では不明か？現時点では不明
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LSILSIの使用の使用数数

2004年 2008年 2014年

携帯電話 8～17 5～15 5～10

DVC 15～30 10～20 5～15

WW 4 2～4 1～3

携帯AV 5 4 3

DSC 6～8 4～5 3～5

FPD 6 4 2

D-TV 7～14 6～11 5～8

Note-PC 20～30 15～25 8～15

NAVI 15～40 10～36 5～10

Engine 
compartment 

2～15 2～15 2～20

一般的な機器セットでは一般的な機器セットではLSILSIの使用数は徐々に減るが、唯一の使用数は徐々に減るが、唯一Engine compartmentEngine compartment
だけが増加するだけが増加する →→ カーエレクトロニクスの機種数が増加するためカーエレクトロニクスの機種数が増加するため
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ベアチップ実装の採用比率ベアチップ実装の採用比率 (%)(%)
2004年 2008年 2014年

携帯電話 5 5～20 10～50

DVC 0 0 0

WW 75 75 75～100

携帯AV 0 10～50 30～80

DSC 0 0 0

FPD 0 0 10

D-TV 0 0～20 0～20

Note-PC 0 2 5

NAVI 0 0 50

Engine 
compartment

0～10 0～20 0～60

特定の機器セットではベアチップ採用が進む特定の機器セットではベアチップ採用が進む
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カーエレクトロニクスカーエレクトロニクス

自動車用電子機器自動車用電子機器
⇒カーナビ、カーオーディオ、⇒カーナビ、カーオーディオ、
エンジンルーム用電子機器エンジンルーム用電子機器

耐環境性の重視耐環境性の重視
統合制御統合制御へ移行の過渡期へ移行の過渡期
((パワーパワー,,ブレーキブレーキ,,ステアリングなどの個別ステアリングなどの個別
制御から、制御から、ITSITSとの統合制御へとの統合制御へ))

品質・耐久性・信頼品質・耐久性・信頼
性など性など

厳しい要求厳しい要求

人命に関わるため人命に関わるため

安全性の追求安全性の追求
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20052005商用化商用化HONDAHONDA
インターナビインターナビVICS VICS 
→→ プローブカープローブカー

地上デジタル
TVチューナ

無線LAN

音声認識Φ1

複合アンテナ

20042004 20082008 20142014

重量重量 画面サイズと画面サイズと

駆動電圧駆動電圧

カーエンターテイメントカーエンターテイメント 電子機器の製品動向電子機器の製品動向(2005)(2005)
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安全化：プリクラッシュセーフティーシステムを支える安全化：プリクラッシュセーフティーシステムを支える

搭載された新規電子デバイス搭載された新規電子デバイス

エレクトリックセンサー類はエレクトリックセンサー類は8080--100100個使用：民生機器メーカが参入個使用：民生機器メーカが参入
The source; TOYOTA home page  add to K.Takahashi

舵角センサー舵角センサー
ワコー、アルプス電気、松下電器ワコー、アルプス電気、松下電器

油圧センサー油圧センサー
オムロン、松下電工、オリンパスオムロン、松下電工、オリンパス

ミリ波レーダーミリ波レーダー
日立日立、、三菱、村田製作所、三菱、村田製作所、
TDKTDK、富士通、富士通

レーンキーピング用白線認識カメラレーンキーピング用白線認識カメラ
シャープ、ソニー、松下電器、ニコン、オリンパスシャープ、ソニー、松下電器、ニコン、オリンパス

車速センサー車速センサー
日立金属、アナログデバイス、デンソー、日立金属、アナログデバイス、デンソー、
オムロン、フリースケールオムロン、フリースケール

ジャイロセンサージャイロセンサー
NECNECトーキン、セイコーエプソン、シリコンセンシングトーキン、セイコーエプソン、シリコンセンシング
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自動車エンジンルーム内の温度条件自動車エンジンルーム内の温度条件, , 振動衝撃要求振動衝撃要求

ECU on engine
Vibration：10G

Impact load：30G

Sensor on engine
Vibration：40G

Impact load：50G

ECU in engine-room
Vibration：3G

Impact load：20G
The source; NEMI Technology Roadmaps 2002  add to K.Takahashi
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カーエレクトロニクス化推進のカーエレクトロニクス化推進の
全般的な課題全般的な課題

•• ECUECUのの小型小型//軽量化軽量化 ((現状現状6060個→今後も増加個→今後も増加))
•• ECUECUソフトウエアの標準化ソフトウエアの標準化 ((半導体の増加によ半導体の増加によ
りソフトウエア検証作業量が増大りソフトウエア検証作業量が増大: JasPar: JasPar規格規格
で対処するで対処する?)?)と、そのと、その安全品質保証と検証安全品質保証と検証（（ソフソフ

トウエアのバグトウエアのバグががリコールリコールの引き金になってきの引き金になってき
た）た） 複雑複雑//増加する電子化が背景にある増加する電子化が背景にある

•• ワイヤーハーネス増加対策ワイヤーハーネス増加対策
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20142014年のエンジンルーム用電子機器に必要とさ年のエンジンルーム用電子機器に必要とさ
れるれる実装技術と仕様実装技術と仕様 ((ディフカルトチャレンジディフカルトチャレンジ))

•• 高耐熱性高耐熱性
エンジン上やモーター内の電子機器エンジン上やモーター内の電子機器 耐熱性温度耐熱性温度 150150～～200200℃℃
エンジン近くの電子機器エンジン近くの電子機器 耐熱性温度耐熱性温度 120120～～150150℃℃
エンジンルーム内の一般的な電子機器エンジンルーム内の一般的な電子機器 耐熱性温度耐熱性温度 110110℃℃

•• 高放熱性高放熱性
11．高放熱基板複合構造（高放熱フレキシブル基板＋はんだ簡易接合実．高放熱基板複合構造（高放熱フレキシブル基板＋はんだ簡易接合実
装、高放熱セラミック基板＋接着剤簡易接合実装）装、高放熱セラミック基板＋接着剤簡易接合実装）

22．放熱冷却方式．放熱冷却方式 : : 水冷、油冷（エンジンオイル耐久性）、その他冷媒水冷、油冷（エンジンオイル耐久性）、その他冷媒

•• はんだ以外の接続方式の適用増加はんだ以外の接続方式の適用増加
ACF/NCF/NCPACF/NCF/NCP、導電性接着剤、直接接合など、導電性接着剤、直接接合など

•• 小型・軽量化小型・軽量化
•• 駆動電圧上昇に伴う課題駆動電圧上昇に伴う課題

絶縁特性の向上、高電圧対応部品の開発、ノイズ対策絶縁特性の向上、高電圧対応部品の開発、ノイズ対策
•• 高信頼性高信頼性 1010年年1010万万kmkm保証→保証→2020年年3030万万kmkm保証へ保証へ
•• リサイクル率の向上リサイクル率の向上 30%30%（（20042004年）→年）→95% 95% 
ハイパワー化、高耐熱性、高放熱性、高信頼性、製品の小型・軽量化をローコストで実現ハイパワー化、高耐熱性、高放熱性、高信頼性、製品の小型・軽量化をローコストで実現
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JissoJisso全般全般 Difficult ChallengesDifficult Challenges
202014 14 に向けてに向けて

■■CSPCSP超ファインピッチ化超ファインピッチ化（（0.15mm0.15mm））
■■SiP/LSI SiP/LSI チップ接続技術チップ接続技術
■■次世代導電性接着剤次世代導電性接着剤((高温高温//低温低温))
■■SiPSiPととSoC(SoC(システムＬＳＩへの対応システムＬＳＩへの対応) ) 
■■EPDEPDととEAD(EAD(部品・部品・LSILSI内蔵内蔵モジュールモジュール))
■■04 x 02 04 x 02 チップ部品チップ部品実装実装技術技術
■■車載対応（過酷環境＋長期信頼性）車載対応（過酷環境＋長期信頼性）
■■統合設計ツール統合設計ツール(SiP(SiPデバイス～ＰＷＢ回路設デバイス～ＰＷＢ回路設
計）計）
■■環境調和環境調和実装技術実装技術


	ＷＧ１実装技術ロードマップ機器セットからの要求

